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Schritt fur Schritt ...

Die Laser Direkt Strukturierung (LDS) hat ihre Serienféhigkeit in den letzten Jahren millionenfach
bewiesen und sich kontinuierlich weiterentwickelt. Jetzt Gberwindet sie die bisherige Beschréankung
der Bauteillange. Der LPKF Fusion3D 1500 vereint die Leistungsfahigkeit der LPKF-Hochleistungs-

strukturierer mit der Flexibilitat eines Kompaktsystems.



Neues Layout

Gut fir den Hersteller, wenn Bauteile wegfallen.

Dann entfallen Produktionskosten und Montage-
aufwand. Aber vor allem; es spart Platz. Die Laser
Direkt Strukturierung (LDS) hat ihre Leistungsfahigkeit
bei Smartphone-Antennen langst bewiesen.

Mit der LDS-Technologie kénnen einzelne Komponen-
ten komplett entfallen. Mit dem LDS-Verfahren iber-
nehmen bereits vorhandene Kunststoff-komponenten
neben ihren mechanischen Aufgaben auch elektroni-
sche Funktionen.

LDS-Technologie gewinnt:

* Fir groBe Bauteile

Flexible Produktionsplanung

Weniger Bauteile

Mit Upgrade-Option

Fast beliebige Kunststoffbauteile lassen sich prazise
und sicher mit Leiterbahnen versehen.

So wird ein Halteclip zur WLAN-Antenne, auf der
Rickseite der Bildschirmabdeckung lassen sich aktive
Komponenten platzieren. Das gesamte Lasersystem
ist fir diesen Einsatzzweck optimiert. Es verfligt Giber
prazise Linearantriebe, eine hochwertige Laser-
Bearbeitungseinheit und bietet Raum fiir weitere
Upgrades.



LPKF Fusion3D 1500




Arbeitsbereich max. 2 x 400 mm x 78 mm x 80 mm (L x B x H)

Prazise Linearantriebe

Einfaches Fixture-Design

Upgradeoption fir Multiple-Processing-Unit-Controller (MPC)
und flr bis zu drei Prozesseinheiten (PU)

Bewahrte Technik

Ein solider Granitblock bildet die Basis, praxisbewahrte
Technik sichert die Funktionalitat. Der LPKF Fusion3D
1500 prasentiert sich als System, das die bewahrte
LDS-Technologie der Smartphone-Antennen auf
groBere Bauteile Ubertragt. Das Ganze findet in einem
kompakten Gehduse mit Handling statt.

Das Linearsystem mit zwei Antriebsstréangen bewegt
die Bauteile in den Bearbeitungsbereich. Nacheinander
lassen sich Strukturen bis zu 400 x 78 mm und einer
maximalen Héhendifferenz von 80 mm erzeugen.
Wahrend ein Strang mit dem Laser bearbeitet wird,
fahrt der zweite in Position. Damit entfallen Neben-
zeiten fast vollsténdig.

Weitere Performance-Gewinne erzielt eine Multi-
Head-Ausstattung des Lasersystems. Nach einem
Upgrade auf einen Multiple-Processing-Unit-Controller
(MPC) lassen sich bis zu drei Prozesseinheiten (PU)
installieren, die sich die Strukturierungsaufgaben teilen
- mit erheblichen Vorteilen beim Durchsatz.




Einfache Bauteilaufnahme

Der Laserprozess selbst verlduft berlihrungslos.

Daher fallen die Anforderungen an die Bauteilaufnah-
men im Vergleich zu den Werkzeugen anderer Verfah-
ren gering aus. Die Bauteilaufnahmen missen lediglich
die exakte Zustellung des Bauteils zum Laserstrahl
sicherstellen. Die Fixierung der Bauteile erfolgt iber
Klemmungen oder durch Unterdruck, Passstifte sorgen
fur eine préazise Positionierung. In der Praxis werden
Wiederholgenauigkeiten von +25 um uber die gesamte
Strukturierung erzielt.

LPKF berat bei der Auslegung der Bauteilaufnahmen
und bietet deren Herstellung an. Jedes Aufnahmeset
wird ausgiebig getestet und mit einem Messprotokoll
ubergeben.

Wartungsarme Linearantriebe

Nicht nur besonders prazise, sondern auch besonders
wirtschaftlich: Die eingesetzten Linearantriebe sind
exakt auf den Laserprozess abgestimmt und Uberzeu-

gen durch lange Lebensdauer und minimalen Wartungs-

bedarf.

Sicher ist sicher
Der Laserstrukturierer LPKF Fusion3D 1500 entspricht
im Normalbetrieb mit geschlossener Haube der Laser-

klasse 1. Die Bestiickungsoffnung des Handling-Moduls

ist mit einem Lichtvorhang gegen manuelle Eingriffe
wahrend der Bewegung der Linearachsen gesichert.

Leistungsfihige Systemsoftware

Aus dem Layoutprogramm auf das Bauteil:

Die Systemsoftware LPKF CircuitPro 3D steuert

alle Laserstrukturierer der LPKF Fusion3D-Baureihe.
Sie Ubernimmt die Daten aus den Layoutprogrammen
und erlaubt die Optimierung der Prozessreihenfolge.
So entfallen weitere Nebenzeiten und der Produktions-
durchsatz steigt.




GroBe Bauteile strukturieren

Der Laser ist ein Prazisionswerkzeug, das in einem
definierten Arbeitsbereich agiert. Anwendungen aus
dem HF-Bereich, wie komplexe Antennen, sind auf eine
exakte Ubereinstimmung von Layout und Bearbeitungs-
ergebnis angewiesen. Das Scanfeld der Bearbeitungs-
einheit ist 160 x 160 x 80 mm (X, y, z) groB. Bei einer
doppelten Zufiihrung stehen in der Breite 2 x 78 mm zur
Verfligung. Léngen, die Uber das Scanfeld hinausgehen,
werden durch Aneinanderfliigen mehrerer Strukturie-
rungsvorgange (,Stitching) bearbeitet.

Hier spielt das LDS-Verfahren einen weiteren Vorteil
aus: Dieses additive Verfahren - die Metallisierung baut
sich auf den strukturierten Flachen auf - Gberbrickt
die Anschlussbereiche nahtlos.

Freirdume gewinnen

Fir die Produktionsplanung ist der LPKF Fusion3D
1500 ein Hauptgewinn. Noch flexibler als mit diesem
System lassen sich Bearbeitungsprozesse kaum
gestalten.

Beim Laser-Direktstrukturieren reicht das Laden einer
Projektdatei, um den Produktionsprozess umzustellen.
Der LPKF Fusion3D 1500 geht noch weiter: Er kann in
jedem Shuttle eine unterschiedliche Bauteilaufnahme
einsetzen und fir diese auch unterschiedliche Bearbei-
tungsprozesse durchfiihren.

Das bedeutet, dass in einem Lasersystem zwei Produk-
te parallel gefahren werden - ideal, wenn ein dringen-
der Bauteilbedarf entsteht. Aber auch fiir die gemein-
same Herstellung von Produktpaaren (zum Beispiel
von rechten und linken Bauteilen) eignet sich dieser
Laserstrukturierer.




Schneller zum Produkt

24/7 im industriellen Umfeld - kein Problem fiir die erprobten Laser-Direktstrukturierer von LPKF. Geschultes
Servicepersonal ist weltweit fiir Inbetriebnahmen und Serviceleistungen verfligbar, ein Applikationszentrum hilft
bei Machbarkeitsstudien und der Maschinenkonzeption, eine Auftragsfertigung hilft bei Produktionsspitzen oder
beim Serienanlauf: LPKF schafft Lésungen - gemeinsam mit den Kunden.

Technische Daten: LPKF Fusion3D 1500

Laserklasse
Strukturierbereich (X/Y/Z)
Anzahl Prozesseinheiten (PU)
Genauigkeit*
Strukturierungsgeschwindigkeit
Datenformate

Software

Laser-Wellenlédnge
Laserpulsfrequenz
Systemabmessungen (B/H/T)
Gewicht

1

2 x 400 mm x 78 mm x 80 mm
1-3

+25 um

Max. 4000 mm/s

IGES, STEP

LPKF CircuitPro3D

1064 nm

10 kHz - 200 kHz

1740 mm x 1880 mm x 1680 mm
Ca. 1600 kg, ohne Absaugung

Betriebstechnische Daten

Stromversorgung 400V, 50/60 Hz, max. 7,2 kVA. Ohne Absaugeinheit
Kiihlung Luftkiihlung
Umgebungstemperatur 22°C+2,5°C
Luftfeuchtigkeit Max. 70 %
Absaugeinheit Erforderlich; optional erhaltlich bei LPKF

Bearbeitbare Materialien (Auswahl)

* Kalibriertes Scanvolumen

Weltweit (LPKF Hauptsitz)

LPKF Laser & Electronics AG Osteriede 7 30827 Garbsen Deutschland
Tel. +49 (5131) 7095-0 info@Ipkf.com www.lpkf.com

Nordamerika

LPKF Laser & Electronics North America

Tel. +1 (503) 454-4200 sales@Ipkfusa.com www.lpkfusa.com

China
LPKF Tianjin Co., Ltd.

Tel. +86 (22) 2378-5318 sales@Ipkf.cn www.Ipkf.cn

Hong Kong
LPKF Laser & Electronics (Hong Kong) Ltd.

Nickel, Kupfer, Edelstahl, LDS-Kunststoffe, LDS-Pulver- und -Spriihlacke,
Gold- und Silberpaste, Keramik, Zinn

Japan
LPKF Laser & Electronics K.K. Japan
Tel. +81 (0) 3 5439 5906 info.japan@Ipkf.com jp.Ipkf.com

Siidkorea
LPKF Laser & Electronics Korea Ltd.
Tel. +82 (31) 689 3660 info.korea@Ipkf.com www.Ipkf.com

LPKF Laser & Electronics AG vertreibt Produkte
und gewahrleistet Support in lber 50 Léandern.
Ihren ndchstgelegenen Partner finden Sie unter
www.lpkf.com.

Tel. +852-2545-4005 hongkong@Ipkf.com www.Ipkf.com

Made in Germany
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